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DISPOSITIF DE DISSIPATION THERMIQUE POUR UN DISPOSITIF LUMINEUX D'UN VEHICULE

AUTOMOBILE.

@ L'invention propose un dispositif de dissipation ther-
mique pour un dispositif lumineux d'un véhicule automobile,
comprenant un support métallique de forme généralement
plane et au moins un pion de sertissage destiné a fixer un
circuit imprimé dudit dispositif lumineux sur ledit support.
Selon les mesures de l'invention les dimensions des pions
de sertissage sont indépendants de I'épaisseur du support
du dispositif de dissipation thermique. Des procédés d'as-
semblage des pions de sertissage au support, et d'un circuit
imprimé aux pions, sont également proposeés.
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Dispositif de dissipation thermique pour un dispositif lumineux d’un véhicule
automobile

L’invention a trait au domaine de I'éclairage et de la signalisation lumineuse des véhicules
automobiles. En particulier, 'invention concerne un dispositif de dissipation thermique
impliqué dans un dispositif lumineux d’un véhicule automobile, et sa fixation mécanique a

un circuit imprimé.

Dans le domaine de I'éclairage et de la signalisation lumineuse des véhicules automobiles,
il devient de plus en plus courant d’avoir recours a des sources lumineuses de type diode
électroluminescente, LED. Une LED est un composant semi-conducteur, qui, lorsqu’il est
parcouru par un courant électrique d’'une intensité prédéterminée, émet des rayons
lumineux. Un flux lumineux d’une intensité prédéterminée, généralement en rapport avec
l'intensité du courant électrique qui traverse la LED, peut alors étre mesuré. La technologie
des LEDs permet d’une part de réduire les besoins d’énergie électrique des dispositifs
d’éclairage et/ou de signalisation, et d’autre part elle permet aux constructeurs de véhicules
de créer des signatures optiques intéressantes et individuelles. Une pluralité de LEDs peut

par exemple étre disposée le long d’'un contour curviligne.

Il est connu de disposer les LEDs sur un circuit imprimé qui est avantageusement relié a
des moyens d'alimentation électrique des LEDs. Afin de protéger les composants du circuit
imprimé, le circuit imprimé est généralement recouvert d’un boitier. Pour pouvoir évacuer la
chaleur produite lors du fonctionnement des LEDs, il est également connu de disposer le
circuit imprimé qui les supporte, ou un circuit imprimé qui supporte un circuit de pilotage de
l'alimentation électrique des LEDs, directement sur un élément dissipateur de chaleur, par

exemple un radiateur métallique.

Afin de fixer un circuit imprimé sur une plaque métallique d’un radiateur, il est connu de
prévoir des ouvertures ou trous dans le substrat du circuit imprimé. Des pions sur la plaque
métallique peuvent traverser les trous afin de maintenir le circuit imprimé dans une position
prédéterminée. De maniere connue, les pions sont venus de matiere avec la plaque
métallique du radiateur en question. Ceci est réalisé en utilisant un outil d’emboutissage qui
permet de déformer la plaque pour en faire ressortir un pion. Evidemment, la hauteur d’'un
tel pion ne peut pas étre supérieure a I'épaisseur de la plaque de laquelle le pion est
ressorti par emboutissage. La hauteur du pion nécessaire a maintenir le circuit imprimé en
position est dépendant de la hauteur du circuit imprimé. Elle peut par exemple étre d’au

moins 2,5 mm. Cette hauteur correspond donc a I'épaisseur minimale que la plaque



10

15

20

25

30

35

3048062

2

métallique ou téle doit présenter avant d’étre emboutie. Typiqguement, les éléments de
dissipation de chaleur sont fagconnés en Aluminium, qui est un matériel relativement
couteux. L'utilisation de tdles épaisses dans le but d’obtenir par emboutissage des pions
d’'une hauteur adéquate a la tenue d'un circuit imprimé engendre donc d’'une part un co(t et
d’autre part un poids importants. Comme il est nécessaire d’obtenir un pion d’une hauteur
plus grande que celle du circuit imprimé, il faut une épaisseur de téle importante pour en

pouvoir sortir un pion de dimensions adéquates par emboutissage.

L’invention a pour objectif de pallier a au moins un des problémes posés par I'art antérieur.

L’invention a pour objet un dispositif de dissipation thermique pour un dispositif lumineux
d’'un véhicule automobile. Le dispositif de dissipation thermique comprend un support
métalligue comprenant au moins une portion de support de forme généralement plane et au
moins un pion de sertissage destiné a fixer un circuit imprimé du dispositif lumineux sur
ledit support. Le dispositif de dissipation thermique est remarquable en ce que ledit pion est
fixé de maniere étanche sur une premiere face du support par brasage.

La fixation du pion est de préférence réalisée sur la portion de support de forme

généralement plane.

De préférence, le support métallique est de forme généralement plane.

De préférence, le support métallique peut avoir une épaisseur qui est inférieure a la hauteur

du pion mesurée par rapport a ladite premiére face du support.

Le circuit imprimé peut étre du type circuit imprimé moule, MID (« moulded interconnect
device »).

Le circuit imprimé peut étre du type circuit imprimé flexible, FPCB (« Flexible Printed Circuit
Board »).

Le pion peut de préférence avoir une longueur, correspondant a sa hauteur par rapport au
support auquel il est fixé, qui est supérieure a I'épaisseur du circuit imprimé qu’il est destiné

a fixer au support.

Le support peut de préférence avoir une épaisseur inférieure a 2.5 mm.



10

15

20

25

30

35

3048062

3

Le support métallique peut de préférence étre en en aluminium.

De préférence, le support et le pion peuvent étre en matériaux identiques. De maniére

alternative, le support et le pion peuvent étre en matériaux métalliques différents.

Des ailettes de refroidissement peuvent de préférence étre fixées sur une deuxieme face
du support par brasage. Alternativement, des ailettes de refroidissement peuvent étre

fixées sur la premiére face du support par brasage.

L’invention a également pour objet un procédé pour la fixation d’au moins un pion de

sertissage destiné a fixer un circuit imprimé d’un dispositif lumineux d'un véhicule

automobile sur un support métallique. Le procédé est remarquable en ce qu’il comprend les

étapes suivantes :

- alignement de maniére généralement paralléle de la surface de base du pion avec
une face du support métallique ;

- apport d’'un matériau de brasage entre la base du pion et la face du support
métallique ;

- brasage a une température inférieure aux températures de fusion du pion et du

support métallique.

De préférence, lors de I'étape d’alignement un jeu est préserveé entre le pion et la face du
support métallique, afin d’éviter une dégradation éventuelle de la brasure lors d’un

sertissage ultérieur du pion.

L’invention a également pour objet un procédé d’'assemblage d’un circuit imprimé d’un

dispositif lumineux pour un véhicule automobile sur un dispositif de dissipation thermique

conforme a l'invention. Le procédé d’assemblage est remarquable en ce qu’il comprend les

étapes suivantes :

- alignement d’au moins une ouverture dans le support du circuit imprimé par rapport
a au moins un pion de sertissage du dispositif de dissipation thermique ;

- pose du circuit imprimé sur le support du dispositif de dissipation thermique, de
fagon a ce que le pion de sertissage perce ladite ouverture ;

- sertissage du pion pour fixer le circuit imprimé sur le dispositif de dissipation

thermique.
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L’étape de sertissage peut de préférence comprendre une étape de mise en contact
électriqgue d’au moins une piste électrique du circuit imprimé avec le pion de sertissage, afin

de relier ladite piste électrique au potentiel électrique de masse.

De préférence, le circuit imprimé peut comprendre au moins une source lumineuse du
dispositif lumineux. Il peut par exemple s’agir d’'une source lumineuse a élément
semiconducteur telle quune diode électroluminescente, LED. Le circuit imprimé peut
alternativement comprendre un circuit de pilotage de l'alimentation d’au moins une source

lumineuse du dispositif lumineux.

En utilisant les mesures de l'invention, il devient possible proposer des solutions de fixation
d’un circuit imprimé sur une plaque métallique d’'un élément dissipateur de chaleur, qui
engendrent des toles amincies par rapport aux solutions connues dans I'état de l'art. En
fixant des pions de sertissage a une téle mince par brasage, il est possible de proposer des
pions dont la hauteur est indépendante de I'épaisseur de la tdéle, tout en maintenant
I'étanchéité du joint entre le pion et la téle. Il en résulte une réduction conséquente de
I'épaisseur de la tdle, ce qui engendre des gains en termes de poids et de colts. En plus, la
fixation par sertissage permet une reprise du potentiel de masse par un circuit électrique du

circuit imprimé.

D’autres caractéristiques et avantages de la présente invention seront mieux compris a

I'aide de la description exemplaire et des dessins parmi lesquels :

- la figure 1 est une illustration schématique en perspective d’'une coupe latérale a
travers un composant d'un dispositif lumineux pour un véhicule automobile,
comprenant un dispositif selon l'invention dans un mode de réalisation préférentiel;

- la figure 2 est une illustration schématique en perspective d’'un mode de réalisation
préférentiel du dispositif selon l'invention vu d’'une premiére face, montrant également
un circuit imprimeé;

- la figure 3 est une illustration schématique en perspective d’'un mode de réalisation
préférentiel du dispositif selon I'invention vu d’'une deuxiéme face, du c6té opposé a la

face illustrée par la figure 2.

Dans la description qui suit, des numéros de référence similaires seront utilisés pour
décrire des concepts similaires a travers des modes de réalisation différents de l'invention.
Ainsi, les numéros 100, 200 décrivent par exemple un dispositif de dissipation dans deux

modes de réalisation différents conformes a l'invention.
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Sauf indication spécifique du contraire, des caractéristiques techniques décrites en détails
pour un mode de réalisation donné peuvent étre combinés aux caractéristiques techniques
décrites dans le contexte d’autres modes de réalisation décrits a titre exemplaire et non

limitatif.

Le brasage des métaux est un procédé d'assemblage permanent connu en soi dans I'état
de l'art, qui permet établir une continuité métallique entre les piéces réunies. Le mécanisme
du brasage est la diffusion /migration atomique de part et d'autre des bords a assembler,
obtenue par action calorique. Contrairement au soudage, les bords assemblés ne sont pas
fondus lors du procédé de brasage. Typiquement, le brasage est réalisé a l'aide d’un métal
d’apport ou d’un produit de brasage, dont la température de fusion est inférieure a celle des
piéces a assembler. Le choix d’un tel matériau est a la portée de 'homme du métier. Pour
le brasage de piéces en Aluminium, un alliage d’Aluminium et de Silicium peut par exemple
étre utilisé comme métal d’apport. La température de fusion d’'un tel alliage se situe entre
570°C et 625 °C. Les piéces a assembler peuvent étre constitués de métaux différents ou
d’'un méme métal. La température de brasage est inférieure a la température de fusion des

piéces a assembler, mais supérieure a la température de fusion du métal d’apport.

Le brasage permet de réaliser des joints étanches entre les piéces assemblées,
'assemblage final présentant une continuité métallurgique et thermique. L’assemblage de
pieces multiples peut en outre étre réalisé en parallele dans un four. Alternativement, un
apport calorifique local peut étre utilisé pour réaliser un assemblage par brasage. De
maniére connue, les piéces a assembler doivent de préférence étre propres et dépourvues

d’oxydes en surface, afin de garantir I'effet de brasage.

La figure 1 montre un dispositif thermique 100 selon I'invention pour un dispositif lumineux
d’'un véhicule automobile. Le dispositif lumineux comprend en outre un circuit imprimé 10
qui supporte un circuit de pilotage de I'alimentation de sources lumineuses, par exemple de
diodes électroluminescentes LED. Le circuit de pilotage de l'alimentation fait en général
intervenir un circuit convertisseur et produit de la chaleur. La figure montre également un
boitier 12 qui recouvre le circuit imprimé€, et qui réalise un joint étanche avec le bord du
dispositif de dissipation thermique. Le circuit imprimé comprend une ouverture a travers de
laquelle passe un pion de sertissage 120 fixé sur une portion de la face 112 du support 110
du dispositif de dissipation thermique, ladite portion de surface étant généralement plane.
Le pion de sertissage est fixé au support 110 par brasage. Il sert a maintenir le circuit
imprimé dans une position prédéterminée par I'emplacement du/des pions et des

ouvertures correspondantes du circuit imprimé.
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Comme indiqué sur la figure 1, la face opposée 114 du support 110, ou alternativement la
face 112, peut héberger des ailettes de refroidissement 130 afin d’augmenter la surface du
dispositif de dissipation thermique qui est au contact avec l'air ambiant, facilitant ainsi
'échange de chaleur. Les ailettes sont avantageusement fixées au support 110 par

brasage.

Afin de faciliter 'échange thermique de la premiére face 112 qui dans I'exemple montré
supporte la source de chaleur, vers la deuxiéme face 114 qui supporte les ailettes de
refroidissement, il est avantageux de prévoir un support 110 d’'une épaisseur faible, soit
inférieure a 2.5 mm, inférieure a 1.5 mm, ou par exemple de 1 mm. La hauteur des pions
120 du co6té 112 est choisie de maniére indépendante de I'épaisseur du support ou du
morceau de tole en Aluminium 110. La hauteur des pions 120 doit étre suffisamment
importante pour que les pions passent a travers les ouvertures prévues dans le circuit
imprimé et ressortent pour permettre la fixation du circuit imprimé par sertissage des pions.
La hauteur des pions 120 peut par exemple étre d’au moins 2.5 mm par rapport a la face
112 du support 110. Afin de pouvoir réaliser le sertissage, lors duquel une importante
contrainte mécanique est appliquée sur le pion, la base de celui-ci doit étre alignée au plan

du support 110.

La figure 2 montre un mode de réalisation préférentiel du dispositif de dissipation thermique
200 selon l'invention. La face 212 qui supporte le circuit imprimé 20 est montrée. Des pions
de sertissage 220 ont été fixés au support généralement plan 210. Ces pions servent a
maintenir le circuit imprimé dans une position prédéterminée, en passant par des
ouvertures du circuit imprimé prévues a cet effet, avant d’étre sertis. Dans ce mode de
réalisation, un deuxieme jeu de pions de sertissage 222 est prévu pour y fixer un boitier qui
peut recouvrir le circuit imprimé de maniére étanche. La figure 2 montre le méme mode de
réalisation que la figure 2, cependant la face opposée 214 du dispositif 200 est illustrée. Il 'y
est apparent que les pions 220, 222 dans ce mode de réalisation traversent une ouverture
dans le support 210 et comprennent une épaule qui vient s’appuyer sur a face 214 du
support 210. Cet arrangement facilite I'alignement des pions par rapport au support plan
210. Des pions ayant un épaulement a une extrémité sont insérés dans les ouvertures du
support 210 prévues a cet effet jusqu’a ce que I'épaulement vienne en contact avec la face
214. Dans cette position les pions sont orientés de maniére perpendiculaire par rapport au

support et peuvent étre brasés pour réaliser 'assemblage des piéces en question.
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Il va de soi que la forme et les dimensions des pions et/ou du support du dispositif de
dissipation thermique peuvent étre adaptées selon les besoins d’une application spécifique

visée sans pour autant sortir du cadre de la présente invention.

Dans tous les modes de réalisation, le sertissage des pions peut avantageusement créer
un contact électrique entre la face supérieure du circuit imprimé, qui ne fait pas face au
support 110, 210 du dispositif, et le dispositif de dissipation thermique lui-méme, qui
représente en général le potentiel électrique zéro ou la masse. Lorsqu’une piste électrique
du circuit comprend les bords d’'une ouverture du circuit imprimé par laquelle un des pions
de sertissage passe, ce contact sert a relier la piste électrique en question au potentiel de

la masse.
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Revendications

Dispositif de dissipation thermique pour un dispositif lumineux d’'un véhicule
automobile, comprenant un support métallique comprenant au moins une portion de
support de forme généralement plane et au moins un pion de sertissage destiné a
fixer un circuit imprimé dudit dispositif lumineux sur ledit support,

caractérisé en ce que ledit pion est fixé de maniére étanche sur une premiére face

du support par brasage.

Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que le support métallique a une
épaisseur qui est inférieure a la hauteur du pion mesurée par rapport a ladite

premiére face du support.

Dispositif selon une des revendications 1 ou 2, caractérisé en ce que le support a

une épaisseur inférieure 4 2.5 mm.

Dispositif selon une des revendications 1 a 3, caractérisé en ce que le support

métallique est en aluminium.

Dispositif selon une des revendications 1 a 4, caractérisé en ce que le support et le

pion sont en matériaux identiques.

Dispositif selon une des revendications 1 a 5, caractérisé en ce que des ailettes de

refroidissement sont fixées sur une deuxiéme face du support par brasage.

Procédé pour la fixation d’au moins un pion de sertissage destiné a fixer un circuit

imprimé d’un dispositif lumineux d’un véhicule automobile sur un support métallique,

caractérisé en ce que le procédé comprend les étapes suivantes :

- alignement de maniére généralement paralléle de la surface de base du pion
avec une face du support métallique ;

- apport d’'un matériau de brasage entre la base du pion et |la face du support
métallique ;

- brasage a une température inférieure aux températures de fusion du pion et

du support métallique.
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Procédé d’assemblage d’un circuit imprimé d’un dispositif lumineux pour un véhicule
automobile sur un dispositif de dissipation thermique selon une des revendications 1
a 5, caractérisé en ce que le procédé comprend les étapes suivantes :

- alignement d’au moins une ouverture dans le support du circuit imprimé par
rapport @ au moins un pion de sertissage du dispositif de dissipation
thermique ;

- pose du circuit imprimé sur le support du dispositif de dissipation thermique,
de fagon a ce que le pion de sertissage perce ladite ouverture ;

- sertissage du pion pour fixer le circuit imprimé sur le dispositif de dissipation

thermique.

Procédé selon la revendication 8, caractérisé en ce que l'étape de sertissage
comprend I'étape de mise en contact électrique d’au moins une piste électrique du
circuit imprimé avec le pion de sertissage, afin de relier ladite piste électrique au

potentiel électrique de masse.
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